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11. Recommendation for design and application

(1) For the control power supply, secure the enough current capacity.
制御電源は、十分な電流容量を確保してください。

(2) For the control power VCC, use four power supplies isolated each.
Connect the aluminum electrolytic capacitors(50V,10μF) to the control power terminal VCC of the IPM as close as

possible.Using single power supply such as bootstrap may occur the fluctuation of control power supply, so, it is 
necessary to design the systems considering these phenomenon in advance.
制御電源Vccは、絶縁された4電源を使用してください。

アルミ電解コンデンサ(50V,10μF)を、IPMの制御電源端子VCCにできるだけ近接して実装して下さい。

ブートストラップ等の単電源での使用は、制御電圧変動等が予測される為、十分な検討、検証が必要です。

(3) Don't apply noise current to the IPM's control GND line.  It causes the malfunction.

IPMの制御GNDラインにノイズ電流を流さないでください。　誤動作の原因となります。

(4) At the external circuit, connections of GNDU to the main terminal U-phase, GNDV to V-phase, GNDW to W-phase, 
and GND to N-phase are prohibited.  It causes the malfunction.
制御端子GNDUと主端子U、制御端子GNDVと主端子V、制御端子GNDWと主端子W、制御端子GNDと主端子Nを外部回路で接続しないで

下さい。誤動作の原因になります。

(5) In case of existence of disuse phase (ex. single phase use or disuse of DB phase), pull up the logic input and alarm
signal output terminals of these disuse phase to VCC.
IPMを単相にて使用する場合や、ブレーキ内蔵タイプにてブレーキを使用しない場合は、使用しない相も制御電源を供給し、入力端子(Vin)、

アラーム出力端子(ALM)共にVCCへプルアップしてください。入力端子(Vin)オープン状態で制御電源を立ち上げた場合、アラーム出力状態

となります。

(6) In designing, make sure that the capacity of primary side current of optocoupler is enough, considering the CTR of optocoupler.

In  case of the input forward current is not sufficient, input signals of IPM become instability and IPM may occur miss operation.

フォトカプラの一次側電流は、お使いのフォトカプラのCTRを考慮し十分に余裕をもった設計にして下さい。

一次電流が不足している場合、IPM入力信号が不安定となり、誤動作の原因となります。

(7) To suppress the surge voltage, reduce the inductance at the DC bus of P-N circuit and connect some capacitors 
between the P and N terminals.Use capacitors with good high frequency characteristics.
P-N間の直流母線は出来るだけ低インダクタンス化し、P-N端子間にコンデンサを接続するなどしてサージ電圧を低減して下さい。

スナバコンデンサには高周波数特性の良いものを選んでください。

(8) To estimate the chip temperature accurately, measure the case temperature just under the power chips

and sum up the calculated ΔTj-c to the case temperature.
チップ温度推定は、必ずチップ直下のケース温度を測定し、これに計算より求めたΔTj-cを加えて行って下さい。

(9) In case of mounting this product on cooling fin, use thermal compound to secure thermal conductivity. If the thermal 
compound amount was not enough or its applying method was not suitable, its spreading will not be enough, then, 

thermal conductivity will be worse and thermal run away destruction may occur.
Confirm spreading state of the thermal compound when its applying to this product.

(Spreading state of the thermal compound can be confirmed by removing this product after mounting.)
素子を冷却フィンに取り付ける際には、熱伝導を確保するためのコンパウンド等をご使用ください。又、塗布量が不足したり、塗布方法が

不適切な場合、コンパウンドが十分に素子全体に広がらず、放熱悪化による熱破壊に繋がる事があります。コンパウンドを塗布する際には、

製品全面にコンパウンドが広がっている事を確認してください。

(実装した後に素子を取りはずすとコンパウンドの広がり具合を確認する事が出来ます。)

(10) The assurance of solderability in main and control terminals is within once.Soldering in more than twice is out of 

quality assurance.
本製品の主端子・制御端子部分のハンダ付け性保証回数は1回です。付け直し等による2回以上の回数のハンダ付け性は保証の

対象外です。
























